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摘要(译)

本发明提供了一种防止引线腐蚀的OLED屏体封装方法，包括以下步骤：
a)准备封装片，在封装片上侧挖设若干通孔，形成若干封装盖；b)在封装
片上进行点胶，所述点胶区域位于通孔一侧有一凹口收容所述通孔；c)
准备基板，在基板上制备阳极层、有机层及阴极层；d)在惰性气体或者
真空环境下，将封装片利用封装胶封装于上述基板上；e)切割，沿着封
装片通孔远离封装坑的边缘进行切割，得到OLED屏体。采用此种封装结
构的OLED屏体可以有效地避免封装过程中将水氧密封到相应的空间内，
从而避免引线发生电腐蚀，延长了屏体的使用寿命。
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